
NIKON METROLOGY I VISION BEYOND PRECISION

Tecnología TC y de rayos X  
para inspección de electrónica

Serie XT V



INSPECCIÓN DE ELECTRÓNICA MÁS SENCILLA

Existe una creciente demanda de sistemas de inspección de 
rayos X flexibles, de alta resolución y rentables para hacer 
frente a la evolución de las geometrías cada vez más pequeñas 
dentro de los componentes electrónicos y cumplir con normas 
de calidad más exigentes.
La serie XT V permite conocer el interior de placas de circuito 
impreso, componentes o dispositivos electrónicos dentro 
de un proceso de inspección intuitivo y no destructivo. 
La inspección de rayos X ofrece muchas ventajas a fabricantes 
e investigadores, como acelerar la producción y mejorar la 
calidad de los productos, además de reducir costos.
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MULTITUD DE APLICACIONES

Con la constante demanda de miniaturización de 
componentes y las tecnologías de empaquetado 
3D, los sistemas modernos de inspección de rayos X 
deben producir las imágenes más nítidas en una 
amplia gama de aplicaciones a fin de aumentar 
la productividad.

Además de la inspección de electrónica, los sistemas XT V también 
sirven para inspección de rayos X y TC en una amplia variedad de 
componentes más pequeños. La amplia bandeja puede contener 
diferentes muestras para análisis NDT en serie:

Sistemas microelectromecánicos (MEMS, MOEMS), utilizados con 
frecuencia en electrónica de consumo como teléfonos inteligentes; 
incluyen acelerómetros, sensores de presión, giroscopios, botones de 
acción, etc.

Inspección radiográfica en serie de componentes pequeños 
como cables, mazos de cables, piezas plásticas, luces LED; interruptores, 
piezas médicas, etc.

BGA (matriz de malla de bolas)
QFN �(encapsulado cuadrado plano 

sin conductor)
QFP (encapsulado cuadrado plano)

- Diámetro y circularidad de BGA
- Análisis de vacío de matriz BGA y PAD
- HiP
- Junta fría o seca
- BGA faltante
- Puentes
- Formación de conexión de soldadura
- Bolas de soldadura	

-	Relleno de perforaciones metalizadas
-	Fisuras en orificios
-	Puentes entre clavijas

Unión por hilo (Au o Cu)
Chip invertido 
C4 (Controlled Collapse Chip 
Connection)

- Cables rotos
- Barrido de cables
- Uniones en cuña rotas
- Unión a bola levantada
- Análisis de vacío de µBGA
- Junta fría
- Análisis de vacío de encapsulado

TSV (Through Silicon Via)
Micro bolas
Bola de Cu

-	Vacíos en relleno de Cu
- Fluido del borde restante
- Análisis de vacíos
- Junta fría

Defecto HiP

Vista superior de QFN

SMD (dispositivos de montaje superficial)

Unión por hilo

Interconectividad a nivel de oblea:  
WLFP o WL-CSP, empaquetado 3D, sistema encapsulado (SiP)

Orificio

Unión a bola

Imagen TC de encapsulado
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EN EL NÚCLEO DE LA TECNOLOGÍA DE RAYOS X

Las fuentes de rayos X Nikon Metrology son el 
núcleo de nuestra tecnología y son diseñadas y 
fabricadas internamente. Esto permite que Nikon 
Metrology se adapte rápidamente al mercado y 
desarrolle soluciones completas e innovadoras 
según la demanda de aplicaciones. 

Entre las principales ventajas se cuenta el bajo 
costo de funcionamiento, menor mantenimiento 
y mayor confiabilidad gracias al diseño de 
tubo abierto. El generador de voltaje integrado 
elimina la necesidad de cables de alto voltaje, 
que requieren mantenimiento con regularidad.
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CON PRECISIÓN INCORPORADA

Los sistemas XT V cuentan con un manipulador de muestras de 
alta precisión, con eje de rotación TC optativo de precisión. 

La configuración vertical del sistema, con el tubo de rayos X 
debajo del portamuestras y el generador de imágenes inclinable, 
se controla mediante el sencillo software Inspect-X, o precisa 
manipulación con mando. 

Con capacidad de rotaciones múltiples incluso con máxima 
inclinación, la mesa giratoria del XT V 160 de gama alta permite 
vista aérea alrededor de cualquier región de interés, incluso con 
máximo aumento.

Inclinación

Aumento

Rotación

Bajo cualquier combinación de rotación, inclinación y aumento, la 
captura de imágenes verdaderamente concéntrica del XT V 160 asegura 
que la región de interés se mantenga fija al centro del campo de visión. 

0°

45°

75°

Los ángulos de inclinación de hasta 
75° ofrecen suficiente flexibilidad para 
detectar la conectividad



XT V 160: inspección de rayos X de 
máxima calidad 
Diseñado específicamente para líneas de producción 
y laboratorios de análisis de errores, el XT V 160 
puede configurarse con distintos componentes de 
primera calidad para optimizar el rendimiento según 
sus necesidades. Además de la inspección manual 
en tiempo real, el proceso de inspección puede 
automatizarse completamente para maximizar 
la productividad.
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5.3 aumentos

16.7 aumentos

150 aumentos

MÁXIMA CALIDAD

• 	 Fuente NanoTech de 160 kV/20 W de microfoco con 
reconocimiento de características submicrónica

• 	 Cámara de 12 bits y 1,45 Mpixel con intensificador de imagen de 
4"/6" de campo doble

• 	 Detector de pantalla plana optativo
• 	 Manipulador de 5 ejes (X,Y,Z, rotación, inclinación)
• 	 Vistas aéreas en 360°, manteniendo la región de interés fija al 

centro del campo de visión
• 	 Captura en tiempo real o inspección automatizada
• 	 Preparado para aplicaciones de TC (opción)

Aumento inigualable que permite que los 
usuarios se acerquen a cualquier región 
de interés.

USO INTUITIVO
• 	 Navegación intuitiva con mando para inspección de rayos X en tiempo real
• 	 Manipulación de muestras sin colisiones
• 	 Gran pantalla sencilla de 30” o doble de 22” para combinar control del sistema y 

análisis en tiempo real
• 	 Software Inspect-X líder en la industria
• 	 Mínima capacitación requerida: operacional dentro de 1 día
• 	 Admite idioma local

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD
• 	 Fuentes de microfoco diseñadas y fabricadas internamente
• 	 Aumento geométrico de hasta 2400 para acercarse a los detalles más pequeños
• 	 Reconocimiento de características de 500 nm en XT V 160
• 	 Procesamiento de imágenes de 16 bits 	
• 	 Angulo máx. de inclinación de 75° para detectar juntas frías o HiP
• 	 Control preciso de la potencia y la dirección de los rayos X emitidos
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El XT V 130C es un sistema de 
inspección muy flexible y económico 
para sistemas electrónicos y 
semiconductores. El sistema presenta 
una fuente de 130 kV/10 W fabricada 
por Nikon Metrology, un diseño 
de tubo abierto mundialmente 
reconocido con generador integrado 
y una cadena de creación de imágenes 
de alta resolución.
Una serie de actualizaciones de fábrica 
o en terreno permite que los usuarios 
configuren el sistema según sus propios 
requisitos y presupuesto.
Entre las actualizaciones se incluye una platina para rotación de muestras, 
opción de pantalla plana digital de alta definición, software de inspección 
automatizada y tecnología TC
• 	 Fuente 130 kV/10 W de microfoco con reconocimiento de características de 2 μm
•	 Cámara de 12 bits y 1,45 Mpixel con intensificador de imagen de 6”
• 	 Manipulador de 4 ejes (X, Y, Z, inclinación)
• 	 Se enfoca principalmente en captura de imágenes en tiempo real

Y ECONOMÍA

ENFOQUE EN LA PRODUCTIVIDAD
• 	 Rápida inspección automatizada de componentes con inmediato análisis y generación de informes
• 	 Posición de carga para acelerar y facilitar la carga y descarga de la muestra
• 	 Gran puerta con función de apagado de rayos X automática para facilitar el acceso al área 

de inspección
• 	 Gran bandeja para cargar varias placas
• 	 Lector de código de barras para reconocimiento automático del número de serie del 

espécimen (optativo) 

BAJO COSTO DE FUNCIONAMIENTO
• 	 Vida útil ilimitada de la fuente gracias al diseño de tubo abierto, con filamentos de bajo 

costo reemplazables por el usuario
• 	 Los componentes que requieren mantenimiento son de fácil acceso
• 	 La fuente integrada no requiere cable de alto voltaje
• 	 No se requiere tratamiento de piso especial

LA SEGURIDAD COMO CRITERIO DE DISEÑO
• 	 Monitoreo continuo de fallas
• 	 La caja de protección completa no requiere identificaciones especiales ni ropa de seguridad
• 	 El gabinete con blindaje de plomo cumple plenamente con las normas de seguridad sobre 

radiación DIN 54113 y la regulación CE

XT V 130C: inspección de rayos X rentable

Hilo de unión roto
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INSPECCIÓN EN TIEMPO REAL

El software interactivo y de facil uso es esencial 
para evaluar estructuras internas complejas, 
realizar inspecciones precisas y reconocer 
defectos con confianza.

Inspect-X está diseñado pensando en la 
experiencia del usuario, para lograr inspección 
de rayos X intuitiva y productiva. Inspect-X 
cuenta con asistentes fáciles de usar para 
orientar a los usuarios en las inspecciones 
complejas, además de emplear las más 
avanzadas funcionalidades de visualización 
y análisis. Los sistemas XT V con Inspect-X 
permiten la rápida implementación de nuevas 
líneas de producción, en cuestión de minutos 
en lugar de horas o días.

SOFTWARE DE CONTROL INSPECT-X 
• 	 Basado en el flujo de trabajo: todos los controles necesarios 

disponibles para el flujo de trabajo del usuario
• 	 Distintos niveles de acceso para supervisores y operadores
• 	 Barra de herramientas para acceder rápidamente a la mayoría de 

las funciones aplicables
• 	 Período mínimo de capacitación
•	 Mapa de placa para revisión rápida de piezas
•	 Prevención de colisiones entre todos los componentes del sistema  

y la muestra
• 	 Todas las funciones incluidas como estándar; no se requieren  

módulos adicionales

INSPECCIÓN DE RAYOS X EN TIEMPO REAL 
• 	 Movimientos de mouse y mandos en pantalla, además de intuitivo 

control con mando convencional para posicionamiento interactivo de 
piezas en vivo

• 	 Aumento variable y ángulo de visualización inclinado para permitir 
detección de defectos como HiP en tiempo real

• 	 Aumento, inclinación y rotación en todas las posiciones, 
manteniendo una región de interés fija al centro del campo de visión

• 	 El motor de captura de imágenes C.Clear ofrece imágenes en vivo 
extremadamente claras

• 	 Generador de imágenes en tiempo real (30 fotogramas por segundo) 
para visualización interactiva
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CON ANÁLISIS AVANZADO

ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE IMÁGENES
Para tomar decisiones correctas en tiempo real, se requieren
imágenes extremadamente claras y nítidas. El motor C.Clear en tiempo 
real permite que los operadores identifiquen objetos con confianza, sin 
necesidad de gastar tiempo en mejorar las imágenes. 
C.Clear se adapta inteligentemente a las condiciones cambiantes de los 
rayos X y las posiciones de la muestra, ajustando automáticamente los 
controles, el contraste y el brillo para entregar las imágenes más claras y 
nítidas a fin de ayudar en la detección de defectos.

•	 Filtros y mejoras en tiempo real, almacenados como perfiles 
del usuario, para adaptarse a distintos tipos de muestra o las 
preferencias del operador

•	 Filtros de procesamiento de imágenes (nitidez, alisado, detección de 
bordes, estampado, sustracción de fondo, etc.)

•	 Histograma de imágenes

INSPECCIÓN DE DISPOSITIVOS BGA
La funcionalidad de inspección de dispositivos BGA es una herramienta 
‘todo en uno’ que ofrece análisis automático de: 

•	 Vacío (porcentaje de bola total e individual)
•	 Circularidad de bola
•	 Conteo de bolas 
•	 Puentes
•	 Aprobar/desaprobar 

Con su potente algoritmo de procesamiento de imágenes, la 
herramienta entrega resultados precisos incluso en montajes de placa 
complejos con componentes ocultos.

La herramienta permite crear una biblioteca interna de plantillas de 
BGA con un asistente o importación de archivos para reducir el tiempo 
necesario para crear rutinas automatizadas de inspección de apto/no apto.

ANÁLISIS DE HILO DE UNIÓN
Con alto aumento y detección de características (sub)micrónica, las 
plataformas XT V equipadas con Inspect-X son una potente herramienta 
para inspección avanzada de hilos de unión.  La nueva herramienta 
automatizada para hilo de unión múltiple permite inspecciones 
repetibles con la mayor precisión.

•	 Identifique y detecte hilos de unión rotos y haga barrido de cables 
con estado apto/no apto

• 	 Analice automáticamente múltiples hilos de unión de un dispositivo 
en una sola inspección

• 	 Pueden guardarse plantillas de componentes en una biblioteca 
interna para acelerar la creación de futuras rutinas de inspección 

PASO 1: definir plantilla de BGA 

PASO 2:  
el sistema adquiere el 
dispositivo BGA

PASO 3: analizar 
la muestra 

Análisis de hilo de unión

Imagen en tiempo real sin C.ClearC.Clear mejora la calidad de imagen con 
rayos X para facilitar el reconocimiento 
de defectos en tiempo real
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INFORMES REVELADORES

Inspect-X ofrece un conjunto de herramientas 
fáciles de usar y plantillas HTML personalizables, 
para infinidad de posibilidades de generación 
de informes automatizados o en tiempo real. 
Los informes pueden compartirse fácilmente con 
colegas o proveedores para facilitar la toma de 
decisiones. Los resultados quedan disponibles para 
análisis fuera de línea y solución de problemas en 
la estación de validación.
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ENFOQUE EN LA PRODUCTIVIDAD

INSPECCIONES AUTOMATIZADAS
• 	 Macros para automatizar tareas simples y repetitivas 
• 	 Análisis e inspección automatizados de placas completas o componentes 

múltiples
• 	 No se requieren conocimientos de programación para utilizar la interfaz gráfica 

o la funcionalidad de capacitación y aprendizaje
• 	 Control de programa inteligente (IPC) para personalizar el control del sistema
• 	 Estación de validación fuera de línea para maximizar la eficiencia del sistema 

de rayos X
• 	 Función de informes HTML legibles en cualquier PC, sin necesidad de 

software especial
• 	 Cambio sin problemas entre modo radiográfico (2D) y TC (3D) en un solo 

software
• 	 La verificación visual durante la inspección automática permite 

inspección interactiva

LISTO PARA TC
• 	 Adquisición y análisis de TC como opción de fábrica o actualización en terreno 
• 	 Recopilación de datos de TC fácil y guiada por el usuario
• 	 Examine nuevamente en solo dos pasos
• 	 Liderazgo mundial en tiempo de reconstrucción 
• 	 Reconstrucción automática de datos TC transmitidos desde el sistema XT V
• 	 Potente análisis TC en el software que elija

VEA MÁS CON X.TRACT
X.Tract ofrece resultados de inspección con calidad TC en montajes complejos 
electrónicos multicapa, sin necesidad de cortarlos.  En un proceso rápido y fácil 
para el usuario, permite micro secciones en cualquier dirección dentro de la 
región de interés. X.Tract revela defectos ocultos en las imágenes de rayos X en 
2D de componentes complejos como PoP o placas de doble cara. Con X.Tract, los 
usuarios obtienen una mejor percepción y así logran reducir los falsos positivos y 
aumentar la productividad.

En modo de inspección automatizada, el XT V junto 
con Inspect-X forman una productiva solución 
de rayos X para inspección repetida de placas 
de circuito impreso, semiconductores y placas 
complejas de alta densidad. La creación y ejecución 
de rutinas de inspección es sencilla con la interfaz 
gráfica o la funcionalidad de capacitación y 
aprendizaje. Los usuarios que requieran percepción 
en detalle de componentes electrónicos (multicapa) 
pueden aprovechar la funcionalidad X.Tract o de 
tomografía computarizada para obtener una vista 
completa en 3D de la estructura interna.

El registro basado en macro permite que el usuario programe inspecciones o 
análisis por lotes repetidos

Los íconos intuitivos ayudan al usuario a crear interactivamente una rutina 
de inspección automatizada

Vacíos en BGA (imagen TC)

Rayos X en 2D de teléfono 
inteligente

Detalles de capa en X.Tract 

Alto aumento de BGA, representadas en 3D
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XT V 160 XT V 130C

kV máx. 160 kV 130 kV

Máx. potencia del haz de electrones 20 W 10 W

Fuente de rayos X Blanco de transmisión de tubo abierto

Tamaño del punto focal 1,2 1 µm 3 µm

Reconocimiento de características 1 500 nm 2 µm

Aumento geométrico 2046 aumentos

Aumento del sistema Hasta 36000 aumentos

Sistema de captura de imágenes (optativo) Pantalla plana Varex 2520DX (2,85 Mpixel, 16-bit) 
Pantalla plana Varex 1512 (2,85 Mpixel, 14-bit) 

Pantalla plana Varex 1515DX (1,3 Mpixel, 16-bit) 

Pantalla plana Varex 1313DX (1 Mpixel, 16-bit) 

Manipulador 5 ejes (X, Y, Z, T, R) 4 ejes (X, Y, Z, T)

Eje de rotación Incluido Optativo

Inclinación 0 - 72 grados

Volumen de medición Cuadrado más grande en un único mapa 406 x 406 mm
Máx. absoluto 711 x 762 mm

Peso máx. de la muestra 5 kg

Monitor Sencillo 4k IPS (3840 x 2160 píxeles)

Dimensiones del gabinete (ancho x profundidad x altura) 1200 x 1786 x 1916 mm

Peso 2100 kg

Seguridad de la radiación <1 μSv/hr en la superficie del gabinete 

Control Software de control y análisis Inspect-X

Inspección automatizada Incluido Optativo

Tomografía computarizada/ X.Tract Optativo

Aplicaciones principales Inspección en tiempo real y automatizada de 
electrónica y semiconductores, análisis de fallas

Inspección de electrónica en tiempo real

1 a 80 kV, 80 µA
2 inferior a 2 W

ESPECIFICACIONES

NIKON METROLOGY NV
Geldenaaksebaan 329
B-3001 Leuven, Bélgica
Tel: +32 16 74 01 00  Fax: +32 16 74 01 03
Sales.NM@nikon.com

Más oficinas y distribuidores en www.nikonmetrology.com

ISO 14001 Certified
for NIKON CORPORATION

ISO 9001 Certified
for NIKON CORPORATION
Industrial Metrology Business Unit

NIKON METROLOGY EUROPE NV
Tel: +32 16 74 01 01
Sales.Europe.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY GMBH
Tel: +49 6023 91733-0
Sales.Germany.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY SARL
Tel: +33 1 60 86 09 76 
Sales.France.NM@nikon.com

NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan,
Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan
Tel: +81 3 6433 3701  Fax: +81-3-6433-3784
www.nikon.com/products/industrial-metrology/

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO. LTD.
Tel: +86 21 6841 2050 (Shanghai branch)
Tel: +86 10 5831 2028 (Beijing branch)
Tel: +86 20 3882 0551 (Guangzhou branch)
NIKON SINGAPORE PTE. LTD.
Tel: +65 6559 3651
NIKON MALAYSIA SDN. BHD.
Tel: +60 3 7809 3688
NIKON INSTRUMENTS KOREA CO. LTD.
Tel: +82 2 2186 8400
NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.
Tel: +66-2633-5100
NIKON INDIA PRIVATE LIMITED
Tel: +91-124-4688500

NIKON METROLOGY, INC.
Tel: +1 810 2204360
Sales.NM-US@nikon.com

NIKON METROLOGY UK LTD.
Tel: +44 1332 811349
Sales.UK.NM@nikon.com

NIKON MÉXICO - METROLOGY SHOWROOM
Tel: +52 (442) 688 5067
Sales.NM-MX@nikon.com


